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1 MATER|AL∶

1 1 |Ns∪ LATOR∶ LCP E130| ∪L94∨—O;BLACK

12CONTACT∶ C268O— H(T=O20mm)
13PEG∶ C2680— H(T=020mm)

2ELECTR|CAL CHARACTER|sT|Cs;
21 CONTACT REs|STANCE∶ 4OmΩ  MOx
22 CONTACT C∪ RRENT RAT|NCi2A
23 D|ELECTR|C W|THSTAND|NG ∨O LTAGE∶ 500 ∨

24 |NS∪ LAT|ON REs|STANCE∶  100 MEGOHMS Min
25 ○PERAT|NC TEMPEROT∪ RE∶ -25° C ^ˇ  85° C
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PART⒈包装方向
PART3∶ 装箱

内标签

— ——P嘤 1PCs)

Ree 19港

干燥剂4PCS

二角板(4PCS)

内标签

PART⒉卷盘规格
160mm Mi∩

~~~~外箱(1PCS)

外箱标敛1PCs)

说明

110个孔位之问的累计公差±02mm
2载带扇形公左⒛Omm± 01mm
3材质:抗静电聚苯乙烯。

1包装数量:3000κ S/盘 ,19盘 /57000PCs/箱 。

5包装料盘外径 13寸 ~

6包装好的产罚l,注意轻拿轻放,防 lL搬 用过程中导致产 ,钴变形

外箱标签

(依客户要求

填写、张贴)

3000pcs/REEL
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